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Veranstaltungsnummer: VA-00432

Wärmemanagement - Thermische

Optimierung elektronischer Systeme

Praxiswissen aus der Zusammenarbeit mit dem Zentrum für

Wärmemanagement Stuttgart (ZFW).

Termin

Di. 08.06.2027, 09:00 Uhr —

Mi. 09.06.2027, 12:30 Uhr

Veranstaltungsort

hdt+ digitaler Campus

Teilnahmegebühren

Online-Teilnahme 685,00 €*

Für HDT-Mitglieder 625,00 €*

Online

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 10.08.2026, 03:12 Uhr

https://www.hdt.de/verein-mitgliedschaft/
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Wärmemanagement - Thermische Optimierung

elektronischer Systeme
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09:00–12:30 Wärmemanagements in der Elektronik I

Physikalische Grundlagen

Wärmetransportmechanismen

Wärmeleitung

Konvektion

Wärmestrahlung

Thermischer Kontaktwiderstand

Wärmedurchgang

Widerstandsmodelle

Praktische Beispiele

Vorgehen bei Überschlagsrechnungen

Praktische Möglichkeiten des Wärmemanagements in der Elektronik

Zuverlässigkeitsaspekte

Ausfallrisiken

Heat-Spreading

Interface-Materialien

Leiterplattentechnologien

Lüftertechnologie

Heat Pipe

Praktische Beispiele

09.06.2027

09:00–12:30 Wärmemanagements in der Elektronik II

Thermische Analyse von Wärmepfaden

Thermosimulation

Laser-Flash-Verfahren

3-Omega-Verfahren

Stationäre Zylindermethode

Charakterisierung von Kühlkörpern

Thermisches Transientenverfahren

Heißdrahtmethode

Innovationen und Trends beim Wärmemanagement elektronischer Systeme

Materialien

Messmethoden

Simulationstechniken

Referenten

PG

Prof. Dr.-Ing. Andreas Griesinger

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Duale Hochschule Baden-Württemberg | Fakultät Technik | Maschinenbau, Stuttgart
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Hinweise

In Kooperation mit dem Zentrum für Wärmemanagement Stuttgart (ZFW). 

Das Fachbuch "Wärmemanagement in der Elektronik - Theorie und Praxis" (Springer Verlag) gehört neben

den Teilnehmerunterlagen ebenfalls zum Veranstaltungsumfang.


